0 2007/144164 A2 |00 00 0 00O O

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
Internationales Biiro

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum
21. Dezember 2007 (21.12.2007)

25 | 0 0 00 0O OO0

(10) Internationale Veroiffentlichungsnummer

WO 2007/144164 A2

(51) Internationale Patentklassifikation:
HOIL 51/44 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/005222

(22) Internationales Anmeldedatum:
13. Juni 2007 (13.06.2007)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Verotfentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Prioritét:

102006 027 291.9 13. Juni 2006 (13.06.2006) DE

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): LEONHARD KURZ GMBH & CO. KG [DE/DE],
Schwabacher Strasse 482, 90763 Fiirth (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): SCHINDLER, Ulrich
[DE/DE]; Hornschuchpromenade 8, 90762 Fiirth (DE).

(74) Anwalt: ZINSINGER, Norbert; Louis.Péhlau.Lohrentz,

Postfach 30 55, 90014 Nirnberg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiighare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ,BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA,
CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE,
EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID,
1L, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO,
RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A STRUCTURED LAYER SEQUENCE ON A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER STRUKTURIERTEN SCHICHTENFOLGE AUF EINEM
SUBSTRAT

34 34
¢ %’ // / / ) 42
l.% 7— : ,i.nl . — %ul %
( }T / g //f /\ ’(\ '\) [ S/ ’f\ { \\ ? =10
22 2/ A 7578/ 32 2 % jﬁm 2% 4 22

(57) Abstract: A method for producing a structured layer sequence on a substrate (10) is described, first electrodes (14) being
provided on said substrate in a manner spaced apart from one another. In a first method step, a contact barrier (18) is printed at a first
edge section (16) of each first electrode (14). In a subsequent second method step, a lift-off resist layer (20) is printed, which extends
from the respective contact barrier (18) over the free area region (24) between adjacent first electrodes (14) as far as the adjoining
second edge region (22) of the adjacent first electrode (14). In a subsequent third method step, the substrate (10) is printed over the
whole area with at least one at least single-layered active layer (26) composed of a low-viscosity and readily flowing layer medium.
In a subsequent fourth method step, the substrate (10) is covered over the whole area with a first metal layer (28), after which the
partially printed lift-off resist layer (20) is removed from the substrate (10).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Schichtenfolge auf einem Substrat (10) be-
schrieben, auf dem voneinander beabstandet erste Elektroden (14) vorgesehen sind. In einem ersten Verfahrensschritt wird an einem
ersten Randabschnitt (16) jeder ersten Elektrode (14) eine Kontaktsperre (18) gedruckt. In einem anschlieBenden zweiten Verfahrens-
schritt wird eine Lift-Off-Lackschicht (20) gedruckt, die sich von der jeweiligen Kontaktsperre (18) iiber den freien Fldchenbereich
(24) zwischen benachbarten ersten Elektroden (14) bis zu dem daran angrenzenden zweiten Randbereich (22) der benachbarten ers-
ten Elektrode (14) erstreckt. In einem anschlieBenden dritten Verfahrensschritt wird das Substrat (10) ganzfldchig mit mindestens
einer
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mindestens einlagigen Aktivschicht (26) aus einem niedrigviskosen und leicht verlaufenden Schichtmedium bedruckt. In einem
daran anschlieBenden vierten Verfahrensschritt wird das Substrat (10) ganzfldchig mit einer ersten Metallschicht (28) bedeckt,
wonach die partiell gedruckte Lift-Off-Lackschicht (20) vom Substrat (10) entfernt wird.
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Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Schichtenfolge

auf einem Substrat

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer strukturierten
Schichtenfolge auf einem Substrat, wobei auf dem Substrat voneinander
beabstandet erste Elektroden vorgesehen werden, in einem anschlieBenden
Verfahrensschritt partiell eine Lift-Off-Lackschicht gedruckt wird, in einem daran
anschlieRenden Verfahrensschritt nach dem Trocknen der partiellen Lift-Off-
Lackschicht das Substrat ganzflachig mit einer Aktivschicht aus einem
niedrigviskosen und leicht verlaufenden Schichtmedium bedruckt wird, und in
einem daran anschlieBenden Verfahrensschritt nach dem Trocknen der
Aktivschicht das Substrat mit einer ersten Metallschicht bedeckt wird, wonach die

partiell gedruckte Lift-Off-Lackschicht vom Substrat entfernt wird.

Bei dem Substrat kann es sich beispielsweise um ein formstabiles oder um ein

flexibles Substrat, d.h. Flachenelement, aus einem elektrisch isolierendem

Material handein.

Eine strukturierte und registerhaltige Aufbringung von partiellen Schichten auf einem
Substrat ist insbesondere dann nur sehr schwierig méglich, wenn die Medien, aus
welchen die entsprechende Schicht besteht, eine niedrige Viskositat besitzen, so
dass die besagten niedrigviskosen Medien in unerwiinschter Weise leicht verlaufen
kénnen und beispielsweise Register-Marken oder partiell auf das Substrat
aufgebrachte Flachenbereiche nicht positions- und/oder gréRengenau dargestellt



10

15

20

25

30

WO 2007/144164 PCT/EP2007/005222
2

werden kénnen. Bei den besagten Medien kann es sich bspw. um Lacke, Lésungen
0. dgl. handeln. Da die Funktionsfahigkeit und Effizienz eines gesamten
Schichtenaufbaus auf einem Substrat, d.h. die strukturierte Schichtenfolge, jedoch
sehr stark von der Registerhaltigkeit der einzelnen strukturierten Schichten — sowie
von deren exakten Flachenabmessungen — abhéngt, ist es bislang schwierig, einen

Ublichen Weg der Schichtenapplikation zu wahlen.

Ein Verfahren der eingangs genannten Art zur Herstellung einer strukturierten
Schichtenfolge auf einem Substrat ist aus der WO 200413922 A2 bekannt. Bei
diesem bekannten Verfahren wird die Lift-Off-Lackschicht unmittelbar, nachdem auf
dem Substrat die erste Elektrode vorgesehen worden ist, auf eine der ersten

Elektroden partiell aufgedruckt.

Aus der WO 02/073712 A1 ist ein Verfahren zum Strukturieren eines Substrates
bekannt, wobei in einem ersten Verfahrensschritt auf dem Substrat ein Tropfen aus
einer Lésung eines ersten organischen oder anorganischen Materials aufgebracht
wird, der infolge seiner speziellen Oberflachenspannung auf dem Substrat ein
linsenférmiges Querschnittsprofil mit einem kleinen Kontaktwinkel von < 30°
einnimmt. Nach Durchfiihrung eines Verdampfungsvorgangs verwandelt sich das
linsenférmige Querschnittsprofil in ein ringférmiges Profil mit einem Zentralbereich,
wobei der gréRte Anteil des ersten Materials sich im Auenringabschnitt und ein
kleiner Anteil des ersten Materials sich in dem vom AuBRenringabschnitt
umschlossenen zentralen Bereich befindet. AnschlieBend wird ein Atzvorgang
durchgefiihrt, bei welchem der diinne Materialfilm des Zentralbereiches vom Substrat

entfernt wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art
zu schaffen, mit welchem die eingangs genannten Mangel einer strukturierten und
registerhaltigen Aufbringung von partiellen Schichten auf einem Substrat mit
einfachen Mitteln eliminiert werden und mit dem es bspw. méglich ist, preisgunstig

Polymer-Solarzellen herzustellen.
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Diese Aufgabe wird erfindungsgema® durch die Merkmale des Anspruches 1, d.h.
dadurch gel6st, dass nach dem Anbringen der ersten Elektrode und vor dem
partiellen Drucken der Lift-Off-Lackschicht an einem ersten Randabschnitt jeder
ersten Elektrode eine Kontaktsperre gedruckt wird, dass die Lift-Off-Lackschicht
derartig gedruckt wird, dass sie sich von der jeweiligen Kontaktsperre tiber den
freien Flachenbereich zwischen benachbarten ersten Elektroden bis zu dem daran
angrenzenden zweiten Randbereich der benachbarten ersten Elektrode erstreckt,
dass das Substrat nach dem Trocknen der Aktivschicht ganzflachig mit der ersten
Metallschicht bedeckt wird, und dass die Lift-Off-Lackschicht vom Substrat

abgewaschen wird.

Bei den auf dem Substrat voneinander beabstandeten ersten Elektroden kann es
sich um Dinnschichten, Dickschichten, Folien o. dgl. handeln. Die Kontaktsperren
kénnen durch Siebdrucken hergestellt werden. Die Kontaktsperren kénnen
beispielsweise auch in einem Walzendruckverfahren wie z.B. einem
Tiefdruckverfahren realisiert werden. Das Substrat kann aus einem formstabilen oder
aus einem flexiblen Material bestehen. Entsprechendes kann fiir die auf dem
Substrat aufzubringende partielle Lift-Off-Lackschicht und fiir die mindestens eine
mindestens einlagige Aktivschicht gelten. Auch diese kdnnen bspw. durch
Siebdrucken, Tiefdrucken o. dgl. hergestellt werden. Béi der mindestens einen
Aktivschicht kann es sich um ein Halbleitermaterial handeln, wenn mit dem
erfindungsgéméBen Verfahren beispielsweise Solarzellen realisiert werden sollen.
Die das Substrat ganzflachig bedeckende erste Metallschicht kann z.B. als

Dunnschicht durch Kathodenzerstaubung, Vakuumbedampfung o. dgl. realisiert sein.

Bei dem erfindungsgemafRen Verfahren kann nach dem Entfernen der partiell
gedruckten Lift-Off-Lackschicht auf dem Substrat eine zweite Metallschicht
vorgesehen werden, die derartig strukturiert ist/wird, dass sie die jeweilige erste
Metallschicht iber die zugehérige Kontaktsperre und den daran anschlieBenden
freien Flachenbereich zwischen benachbarten ersten Elektroden mit dem daran
anschlieBenden zweiten Randbereich der benachbarten ersten Elektrode, von der
auf dieser ersten Elektrode vorgesehenen, mindestens einen mindestens einlagigen

Aktivschicht und der ersten Metallschicht beabstandet, elektrisch leitend verbindet.
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Auf diese Weise ergibt sich durch die strukturierte zweite Metallschicht eine
Reihenschaltung der Einzelzellen, die jeweils durch eine erste Elektrode, die
zugehdrige erste Metallschicht und die zwischen diesen befindliche mindestens eine
Aktivschicht gebildet sind. Handelt es sich bei der mindestens einen Aktivschicht um
eine Halbleiterschicht zur Realisierung von Polymersolarzellenelementen, so ergibt
sich durch die besagte Reihenschaltung eine Summierung der elektrischen
Spannungen der Einzelzellen. Bei Polymersolarzellenelementen kommen als
Aktivschichten z.B. eine PE DOT/PSS (Poly (3,4-ethylendioxthiophen)
poly(styrenesulfonat))-Schicht und ein SC(semiconductor)-Schicht zur Anwendung,

wobei es sich versteht, dass die Aktivschichten hierauf nicht beschrankt sind.

Erfindungsgemal ist es auch méglich, dass vor dem Entfernen der partiell
gedruckten Lift-Off-Lackschicht die erste Metallschicht im Bereich zwischen den
partiell gedruckten Lift-Off-Lackschichten mit einer Resistschicht versehen wird. Bei
einer derartigen Verfahrensweise wird die Resistschicht nach dem Entfernen der
partiell gedruckten Lift-Off-Lackschicht wieder entfernt. Nach dem Entfernen der
Resistschicht wird auf dem Substrat dann eine zweite Metallschicht vorgesehen, die
derartig strukturiert ist/wird, dass sie die jeweilige erste Metallschicht ber die
zugehdrige Kontaktsperre und den daran anschlieBenden freien Flachenbereich
zwischen benachbarten ersten Elektroden mit dem daran anschlieBenden zweiten
Randbereich der benachbarten ersten Elektrode, von der auf dieser ersten Elektrode
vorgesehenen mindestens einen mindestens einlagigen Aktivschicht und der auf
dieser vorgesehenen ersten Metallschicht beabstandet, elektrisch leitend verbindet.

Auch auf diese Weise ergibt sich wiederum eine Reihenschaltung einzelner Zellen.

Zum Schutz des erfindungsgemaf hergestellten Schichtengebildes ist es
zweckmaRig, wenn nach dem Aufbringen der zweiten Metallschicht auf dem Substrat
mindestens eine Decklage angebracht wird. Diése mindestens eine Decklage kann
mittels einer Kleberschicht auf dem Substrat angebracht werden. Durch die
mindestens eine Decklage ergibt sich ein Schutz des auf dem Substrat
ausgebildeten Schichtgebildes gegen mechanische und/oder chemische

Einwirkungen von aufien.
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Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden

Beschreibung zweiter in der Zeichnung schematisch und nicht maf3stabgetreu
verdeutlichter Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Schichtenfolge auf einem

Substrat.

Es zeigen:

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

abschnittweise in einer Seitenansicht eine Schichtenfolge auf einem

Substrat,

abschnittweise in einer Seitenansicht das fertige Schichtengebilde nach
Durchfiihrung weiterer Verfahrensschritte an dem Gebilde gemaR Figur

1,

eine der Figur 1 dhnliche Seitenansicht eines anderen

erfindungsgemafen Verfahrens,

in einer Seitenansicht einen an den Verfahrensschritt gemaf Figur 3

anschlieRenden Verfahrensschritt, und

eine der Figur 2 dhnliche Darstellung des fertig hergestellten
Schichtengebildes gemaf den in den Figuren 3 und 4 dargesteliten

Verfahrensschritten.

Figur 1 verdeutlicht ein Substrat 10 aus einem elektrisch isolierenden Material.

Das Substrat 10 kann formstabil ebenfidchig ausgebildet sein oder aus einem

flexiblen Material bestehen.

Das Substrat 10 ist an einer Hauptfliche 12 mit ersten Elektroden 14 versehen,

die voneinander beabstandet sind. Die ersten Elektroden 14 kénnen von

Dunnschichten, Dickschichten, Metallfolien o. dgl. gebildet sein.
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In einem ersten Verfahrensschritt werden an einem ersten Randabschnitt 16 der
ersten Elektroden 14 Kontaktsperren 18 gedruckt. Nach dem Trocknen der
Kontaktsperren 18 wird partiell eine Lift-Off-Lackschicht 20 gedruckt, die sich von
der jeweiligen Kontaktsperre 18 bis zu dem daran angrenzenden zweiten
Randbereich 22 der benachbarten ersten Elektrode 14 erstreckt und somit den
freien Flachenbereich 24 zwischen benachbarten ersten Elektroden 14, d.h.
zwischen der jeweiligen Kontaktstelle 18 und dem dieser zugewandten zweiten

Randbereich 22 der benachbarten ersten Elektrode 14, bedeckt.

Nach dem Trocknen der partiellen Lift-Off-Lackschicht 20 wird das Substrat 10
ganzflachig mit mindestens einer mindestens einlagigen Aktivschicht 26, die aus
einem niedrigviskosen, leicht verlaufenden und somit schwer zu bedruckenden
Medium bestehen kann, bedeckt. Das kann durch Walzen, Drucken oder
dergleichen erfolgen. Nach dem Trocknen der mindestens einen mindestens
einlagigen Aktivschicht 26 wird das Substrat 10 ganzflachig mit einer ersten
Metallschicht 28 bedeckt. Bei dieser Metallschicht 28 kann es sich z.B. um eine
Dunnschicht handeln, die durch Kathodenzerstaubung, Vakuumbedampfen o. dgl.

hergestellt wird.

In einem an das Aufbringen der ersten Metallschicht 28 anschlieRenden
Verfahrensschritt wird die partiell gedruckte Lift-Off-Lackschicht 20 mit dem auf ihr
befindlichen Flachenabschnitt der Metallschicht 28 vom Substrat 10 entfernt. Das
ist in Figur 1 durch die bogenférmigen Klammern mit Pfeil 30 schematisch
verdeutlicht. Dieses Entfernen der partiell gedruckten Lift-Off-Lackschicht 20
erfolgt durch Abwaschen. Dabei wird nicht nur die partielle Lift-Off-Lackschicht 20
vom Substrat 10 entfernt, sondern auch der jeweilige auf der Lift-Off-Lackschicht
20 vorgesehene Abschnitt der mindestens einen mindestens einlagigen
Aktivschicht 26 und der ersten Metallschicht 28. Auf dem Substrat 10 verbleiben
dann also die voneinander beabstandeten ersten Elektroden 14, die auf den
ersten Elektroden 14 vorgesehenen Flachenabschnitte der mindestens einen
mindestens einlagigen Aktivschicht 26 und die auf diesen vorgesehene erste
Metallschicht 28, die am ersten Randabschnitt 16 der jeweiligen ersten Elektrode

14 durch die zugehdrige Kontaktsperre 18 begrenzt sind, und die gegen den
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zweiten Randbereich 22 der jeweiligen ersten Elektrode 14 — der Lift-Off-

Lackschicht 20 entsprechend — flachig zuriickgesetzt sind.

Nach dem Entfernen der partiellen Lift-Off-Lackschicht 20 vom Substrat 10 kann
dann auf dem Substrat 10 eine zweite Metallschicht 32 vorgesehen werden, die
derartig strukturiert ist bzw. wird, dass sie die jeweilige erste Metallschicht 28 tiber
die zugehdrige Kontaktsperre 18 und den daran anschlieBenden freien
Flachenbereich 24 zwischen benachbarten ersten Elektroden 14 mit dem daran
anschlieRenden zweiten Randbereich 22 der benachbarten ersten Elektrode 14,
von der aljf dieser ersten Elektrode 14 vorgesehenen mindestens einen
mindestens einlagigen Aktivschicht 26 und der mit dieser deckungsgleich
vorgesehenen ersten Metallschicht 28 beabstandet, elektrisch leitend verbindet.
Diese Beabstandung ist in Figur 2 mit A bezeichnet. Mit Hilfe der strukturierten
zweiten Metallschicht 32 ergibt sich somit eine Reihenschaltung von
Einzelelementen 34, die jeweils von einer ersten Elektrode 14, der zugehérigen
mindestens einen mindestens einlagigen Aktivschicht 26, und der éuf dieser

vorgesehenen ersten Metallschicht 28 gebildet sind.

Figur 3 verdeutlicht ein anderes erfindungsgemaBes Verfahren, wobei vor dem
Entfernen der partiell gedruckten Lift-Off-Lackschicht 20 die erste Metallschicht 28
im Bereich 36 zwischen den partiell gedruckten Lift-Off-Lackschichten 20 mit einer
Resistschicht 38 versehen wird. Danach wird die partiell gedruckte Lift-Off-
Lackschicht 20 vom Substrat 10 abgewaschen, d.h. entfernt, was in Figur 3 - wie
in Figur 1 - durch die bogenférmige Klammer mit Pfeil 30 angedeutet ist. Nach
dem Ablésen der strukturierten Lift-Off-Lackschicht 20 ergibt sich das
Schichtenzwischengebilde, wie es in Figur 4 verdeutlicht ist. Nach dem Ablésen
der partiellen Lift-Off-Lackschicht 20 wird die noch verbleibende strukturierte
Resistschicht 38 wieder entfernt. Das ist in Figur 4 durch die bogenférmige
Klammer mit Pfeil 40 angedeutet. In einem daran anschlieBenden
Verfahrensschritt wird auf dem Substrat 10 — wie oben in Verbindung mit Figur 2
ausgefiihrt worden ist, eine strukturierte Metallschicht 32 vorgesehen, um eine

Reihenschaltung der Einzelelemente 34 zu verwirklichen.
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Nach dem Aufbringen der strukturierten zweiten Metallschicht 32 wird auf dem
Substrat 10 mittels einer Kleberschicht 42 mindestens eine Decklage 44 (siehe die

Figuren 2 und 5) angebracht.

Gleiche Einzelheiten sind in den Figuren 1, 2 und 3 bis 5 jeweils mit denselben
Bezugsziffern bezeichnet, so dass es sich eriibrigt, in Verbindung mit allen Figuren

alle Einzelheiten jeweils detailliert zu beschreiben.
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Anspriiche:

5 1. Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Schichtenfolge auf einem
Substrat (10), wobei auf dem Substrat (10) voneinander beabstandet erste
Elektroden (14) vorgesehen werden, in einem anschliefenden
Verfahrensschritt partiell eine Lift-Off-Lackschicht (20) gedruckt wird, in einem
daran anschlieRenden Verfahrensschritt nach dem Trocknen der partiellen Lift-

10 Off-Lackschicht (20) das Substrat (10) ganzflachig mit einer Aktivschicht (26)
aus einem niedrigviskosen und leicht verlaufenden Schichtmedium bedruckt
wird, und in einem daran anschlieBenden Verfahrensschritt nach dem

~ Trocknen der Aktivschicht (26) das Substrat (10) mit einer ersten Metallschicht
(28) bedeckt wird, wonach die partiell gedruckte Lift-Off-Lackschicht (20) vom

15 Substrat (10) entfernt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Anbringen der ersten Elektrode (14) und vor dem partiellen
Drucken der Lift-Off-Lackschicht (20) an einem ersten Randabschnitt (16)
jeder ersten Elektrode (14) eine Kontaktsperre (18) gedruckt wird,

20
dass die Lift-Off-Lackschicht (20) derartig gedruckt wird, dass sie sich von der
jeweiligen Kontaktsperre (18) tber den freien Flachenbereich (24) zwischen
benachbarten ersten Elektroden (14) bis zu dem daran angrenzenden zweiten
Randbereich (22) der benachbarten ersten Elektrode (14) erstreckt,

25
dass das Substrat (10) nach dem Trocknen der Aktivschicht (26) ganzflachig

mit der ersten Metallschicht (28) bedeckt wird, und

dass die Lift-Off-Lackschicht (20) vom Substrat (10) abgewaschen wird.
30

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
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dass nach dem Entfernen der partiell gedruckten Lift-Off-Lackschicht (20) auf
dem Substrat (10) eine zweite Metallschicht (32) vorgesehen wird, die derartig
strukturiert ist/wird, dass sie die jeweilige erste Metallschicht (28) Uber die
zugehdorige Kontaktsperre (18) und den daran anschlieBenden freien
Flachenbereich (24) zwischen benachbarten ersten Elektroden (14) mit dem
daran anschlieBenden zweiten Randbereich (22) der benachbarten ersten
Elektrode (14), von der auf dieser ersten Elektrode (14) vorgesehenen
mindestens einen mindestens einlagigen Aktivschicht (26) und der auf ihr
deckungsgleich vorgesehenen ersten Metallschicht (28) beabstandet,

elektrisch leitend verbindet.

. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass vor dem Entfernen der partiell gedruckten Lift-Off-Lackschicht (20) die
ersten Metallschicht (28) im Bereich (36) zwischen den partiell gedruckten Lift-
Off-Lackschichten (20) mit einer Resistschicht (38) versehen wird.

. Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Entfernen der partiell gedruckten Lift-Off-Lackschicht (20) die

Resistschicht (38) wieder entfernt wird.

. Verfahren nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass nach dem Entfernen der Resistschicht (38) auf dem Substrat (10) eine
zweite Metallschicht (32) vorgesehen wird, die derartig strukturiert ist/wird,
dass sie die jeweilige erste Metallschicht (28) Uber die zugehérige
Kontaktsperre (18) und den daran anschlieenden freien Flachenbereich (24)
zwischen benachbarten ersten Elektroden (14) mit dem daran anschlieRenden
zweiten Randbereich (22) der benachbarten ersten Elektrode (14), von der auf
dieser ersten Elektrode (14) vorgesehenen mindestens einen mindestens
einlagigen Aktivschicht (26) und der auf dieser deckungsgleich vorgesehenen
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ersten Metallschicht (28) beabstandet, elektrisch leitend verbindet.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Aufbringen der zweiten Metallschicht (32) auf dem Substrat

(10) mindestens eine Decklage (44) angebracht wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Decklage (44) mittels einer Kleberschicht (42) auf

dem Substrat (10) angebracht wird.
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